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‚Smart Factory‘ gilt als Hightech-Strategie für Indus- 
trie 4.0, mit der Elektronikfertiger flexibler auf die Trends 
des Marktes reagieren können. �  
Vision oder längst Realität? Wagen Sie mit Rehm einen 
Blick in die Produktion von morgen!

Weitere Informationen:  www.rehm-group.com
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